Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Nazov vydavku

Financovany
Eurépskou tinlou
NextGenerationE L)

PLAN [OBNOVY,

MINISTERSTVO
HOSPODARSTWA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU

Kategoria vydavkov

Merna jednotka

Pocet jednotiek

Jednotkova cena

Opravnené
vydavky celkom

Vecny popis vydavku

a) Feasibility studies, costs of obtaining the permissions required

(EUR)

(EUR)

(komentar k rozpoctu)

Nakladova skupina podla Struktury Funding gapu

Feasibility study & chip tech selection (2024)

f) vydavky na stddie uskutoénitelnosti vratane pripravnych technickych $tudii a vydavky na ziskanie
povoleni potrebnych na realizaciu projektu

kus

33189,12

33189,12

Pripravna Studia uskutocnitelnosti k vyberu polovodicovej
implementaénej technoldgii, cenové a technické porovnanie
technoldgii. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B29
navysené o prislusnu inflaént dolozku v hérku Inflation.

b) Costs of instruments / equipment

Nakladova skupina podfa struktiry Funding gapu

Computation/Simulation Server incl. A/C (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

4 968,60

29 811,60

Nakup a instalacia datovej a CAD farmy severov s prislusenstvom
(e.g. denna archivacia) a potrebnym chladenim. Porovnaj so
schvédlenym Funding gapom bunka B31 navy3ené o prislusnd
inflaént dolozku v harku Inflation

Workstations/Laptops incl basic SW (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

12

4 968,60

59 623,20

Technicka vypoctova vybava pre personal v podobe hardwaru a
softwaru e.g. laptop, monitor, tablet, MS Office balik, kldvesnica,
Wifi/5G stick etc. Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka
B32 navysené o prislusnu inflaénu dolozku v harku Inflation

d) Costs of materials / supplies

Nakladova skupina podfa struktiry Funding gapu

MPW prototyping cost (10mm?) in 28-22-20nm (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

273 273,00

273 273,00

Vyroba sady polovodigovych ¢ipovych prototypov obsahujica
viaceré polozky (vyroba masiek, vyroba waferov, skladovanie
masiek & waferov, rézne vyrobne hold-on opcie, transport), vo
vybranej polovodicovej technoldgii e.g. s minimalnou tranzistorovou
velkostou 28-22-20 nanometrov. Porovnaj so schvdlenym Funding
gapom bunka B40 navysené o prislusnu inflaénu dolozku v harku
Inflation

MPW/MLM prototyping cost (10mm?) in 130-180-350nm (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

186 322,50

186 322,50

Vyroba sady polovodicovych Cipovych prototypov obsahujica
viaceré polozky (vyroba masiek, vyroba waferov, skladovanie
masiek & waferov, rozne vyrobné hold-on opcie, transport), vo
vybranej polovodi¢ovej technoldgii napr. s minimélnou
tranzistorovou velkostou 130-180-350 nanometrov. Porovnaj so
schvédlenym Funding gapom bunka B44 navy3ené o prislusnd
infla¢nu dolozku v harku Inflation.

Prototype Packaging (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

93 161,25

93 161,25

Zd&kazkovy vyvoj puzdier, vyroba sady ¢ipovych puzdier pre vyvinuté
polovodicové prototypy ako i samotné zapuzdrenie (assembly,
rezanie waferov) vyrobenych ¢ipovych prototypov pomocou
dréatového bondingu alebo flip-chip kontaktnych guli¢iek. Porovnaj
so schvélenym Funding gapom bunka B46 navy3ené o prislusnu
infla¢nt dolozku v harku Inflation

Evaluation Board including FPGA (2024)

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu

sada

149 058,00

149 058,00

Vyvoj (HW & SW) a vyroba na mieru vyhotovenej sady meracich
alebo testovacich dosiek sldZiacich na evaluéciu a testovanie u
zakaznika alebo v laboratériu, vratane nakupu elektronickych a
mechanickych suéiastok a ich osadenie na doskach. Porovnaj so
schvélenym Funding gapom bunka B47 navy3ené o prislusnd
infla¢nt dolozku v harku Inflation.

Chip sockets (2024)

c) vydavky na iny materidl, doddvky a podobné produkty potrebné na projekt

sada

62 107,50

62 107,50

Sada Cipovych soketov/pétic alebo iného mechanického upevnenia
pre testovanie a meranie polovodi¢ovych ¢ipov na elektonickej
doske. Porovnaj so schvdlenym Funding gapom bunka B48 navysené
o prisludnt inflaénd dolozku v harku Inflation
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Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as

Nakup sady programovych licencii na tvorbu matematickych
programovacich modelov alebo ich simuldcii e.g. Matlab, Python

Matlab-Simulii hi ional Instruments licences (2024, sada 1 52 170,30 52170,30 N L, ] e
- t ) obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu etc. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B49 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
Nakup alebo leasing sady licencii CAD programov na navrh a
a) vydavky na néstroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas simuldciu elektronickych obvodov, v ktorej sa vyvijaju polovodicové
CAD Licence Tanner (Purchase) (2024) | vidavky Ie 2 wybavenie [urdtane pravayen p ) P sada 2| 3726450 74529,00| > tronickych ot v ktorej sa wyvijajd polovodicoy
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu &ipy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B50 navy$ené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
Roéna aktualizaény a spravcovsky poplatok za CAD licenciu, v ktorej
CAD Maintenance Tanner (Annually) (2024) a) vyd:?vkv na nastroje a vylbaylenie l(\frétane .zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas sada 2 8695,05 17 390,10 sa vyvijaju pclovodiéov/e: éip'y. Po,rov?ajls.o sfljvéjlenYmv Fundi?g
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu gapom bunka B51 navy3ené o prisludnt inflaént dolozku v harku
Inflation
Nakup alebo leasing sady licencii CAD programov na navrh a
CAD Simulator Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease) (2024) a) vyd:?vkv na nastroje a vylbaylenie l(\frétane .zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas sada 3 136 636,50 409 909,50 ﬁimuléciu elelftronicky,ch o?vodov,.v ktorej sa vyvijaju polovot':lviéov/é
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu &ipy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B52 navy3ené o
prislusnd inflaénu dolozku v harku Inflation
. . . . . . . , . M Nékup CAD programovych licencii, v ktorych sa vyvijaju a navrhuju
davk t b: t d d h triedk h
CAD Layout Editor Licence (Purchase) (Juspertor) (2024) 2w a.\v ¥ Na nastroje a VY, ""Y,e”'e ,(Yra ane .zana enia dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas sada 1 4968,60 4968,60| polovoditové &ipov. Porovnaj so schvdlenym Funding gapom bunka
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu o e e N . N
B53 navysené o prislusnt inflaénu dolozku v harku Inflation
Nakup alebo leasing sady licencii CAD programov na navrh a
) a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as verifikaciu fyzikdlnych masiek polovodi¢ovych ¢ipov. Porovnaj so
CAD Layout Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease) (2024) . Yoo Ly . sada 1 161 479,50 161 479,50 L ) e L
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu schvédlenym Funding gapom bunka B54 navysené o prislusnd
inflaént dolozku v harku Inflation
) vydavk 4stroj b ie (vrat iadeni a d ich triedkov) h M Nékup CAD programovej licencie, v ktorej sa vytvarajd navrhy Cipov.
a lavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas
CAD Cadence/Synopsys/Mentor other licences (Lease) (2024) W R v ) Y PO . pravyen p P sada 1 167 690,25 167 690,25 [Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B55 navy3ené o
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu o . . .
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
Nastavenie alebo leasing rozsirenej sady licencii programov na
avrh, simuléciu aleb ifikdciu polovodicovych ¢ipov. P j
IT Infrastructure (network setup&maintenance) (2023) c) vydavky na iny materidl, dodavky a podobné produkty potrebné na projekt sada 2 3549,00 7 098,00 navrl ser\u acu E_‘ €00 veritikaciu po ovo 'C,‘f"yc, c|pt?v vcrlovnaj =0
schvédlenym Funding gapom bunka B57 navy3ené o prislusnd
infla¢nt dolozku v harku Inflation
Nastavenie alebo leasing rozsirenej sady licencii programov na
navrh, simuldciu alebo verifikaciu polovodi¢ovych &ipov. Porovnaj so
IT Infrastructure (network setup&maintenance) (2024) c) vydavky na iny materidl, doddvky a podobné produkty potrebné na projekt sada 2 372645 7 452,90 o ) P L v ) p' .. )
schvélenym Funding gapom bunka B57 navysené o prislusnd
inflaént dolozku v harku Inflation
Nastavenie a udrzba siete vypoctovej techniky prepojenej so
Remote working cooperation platform (2024) a) vyd:?vkv na nastroje a vylbaylenie l(\frétane .zariadeni a dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas sada 2 124215 2732730 serverorT\, l]dribal Iice/ncii aleb.o in$taldcia novych progralTov:
obdobia, v ktorom sa pouZivaju na tcely projektu Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B58 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
e) Costs for patents / ii ible assets / contractual research 0,00|Nékladova skupina podfa Strukttry Funding gapu
Dodavka sady digitdlnej HDL syntézy od kontraktora, vyvoj
d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny elektronickej schémy z abstrakného opisu hardwaru, mapping na
Digital HDL Synthesis (2024) vyskum, poznatky a patenty zakipené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového sada 2 160 591,86 321 183,72 spravnu &ipovu techndlogiu alebo jej simuldcia. Porovnaj so
odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouzité vyluéne na projekt schvélenym Funding gapom bunka B60 navysené o prislusnd
inflaént dolozku v harku Inflation
. . . - - . P— . Dodévka sady na mieru vyvinutych Sirokopdsmovych zosiliovacov
d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny splhaidce] internd Epecifikiciu v CTSD ADC. Porovnai so schvélenym
Design Contract: Multipath broadband amplifier (2024) vyskum, poznatky a patenty zakipené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového sada 1 308 830,50 308 830,50 P J | P! Y, L J, L. . Y
Lo P P N . Funding gapom bunka B62 navy$ené o prislusnu inflacnu dolozku v
odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouzité vyluéne na projekt . .
harku Inflation
d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny Dodavka sady na mieru vyvinutého a nakresleného layoutu pre
Layout Contract (2024) vyskum, poznatky a patenty zakipené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového sada 2 123 532,20 247 064,40 3pecifické Cipové bloky. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouzité vylucne na projekt bunka B63 navysené o prislusnu inflaénu dolozku v harku Inflation
Dodavka digitédlneho HDL dizaj jej naslednej impl taci
d) vydavky na ziskanie, schvélenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny FPOG:v Zdrlag; ae:;ik‘;cie CT:I:anustZJr:JuniSo:o::;’l::Jps:::/:ilnera\c'lr:v
Digital HDL design&FPGA implementation of postprocessing (2024) vyskum, poznatky a patenty zakupené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového sada 1 55 589,49 55 589,49 P P ¥ . ! v

odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouzité vylucne na projekt

Funding gapom bunka B64 navysené o prislusnu inflaéni dolozku v
harku Inflation

Strana2z 10




Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Design of evaluation board (2024)

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakipené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového
odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouZité vyluéne na projekt

sada

123 532,20

123 532,20

Vyvoj (HW & SW) a vyroba na mieru vyhotovenej sady meracich
alebo testovacich dosiek sldZiacich na evaluéciu a testovanie u
zakaznika alebo v laboratériu, vratane nakupu elektronickych a
mechanickych suéiastok a ich osadenie na doskach. Porovnaj so
schvélenym Funding gapom bunka B65 navysené o prislusnd
inflaént dolozku v harku Inflation

Contractual research with ind. partners (2024)

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny
vyskum, poznatky a patenty zakipené alebo licencované z vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového
odstupu, ako aj vydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby pouzité vyluéne na projekt

sada

185 298,30

185 298,30

Dodavka podpornych vedeckych sluZieb. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B67 navy3ené o prisludnu inflaénu dolozku v
harku Inflation

f) Personnel / ative costs including overheads

0,00

Nakladova skupina podla Struktury Funding gapu

1) Employees

Personal, ktory sa planuje zamestnat na trvaly pracovny pomer

Technical Lead - Design Engineer (2023)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

11 968,00

47 872,00

Navrhuje elektronické obvody a schémy na tUrovni celého systému
podla 3pecifikécie zdkaznika/projektu, simuluje elektronické obvody
a schémy na urovni blokov ale i celého systému (napr A/D
prevodnika), specifikuje jednotlive bloky s ich parametrami ako
zosilnenie, sirka pasma, maximalny pripustny sum a nelinearne
zkreslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronickych obvodov
zadanych svojim podriadenym "Design Engineer" (senior & junior) a
tiez dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim
protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim
elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova
vyroba). Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka B70
navysené o prislusnu inflaénd dolozku v hérku Inflation

Technical Lead - Design Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

7411,93

88943,18

Navrhuje elektronické obvody a schémy na Urovni celého systému
podla 3pecifikdcie zdkaznika/projektu, simuluje elektronické obvody
a schémy na urovni blokov ale i celého systému (napr A/D
prevodnika), specifikuje jednotlive bloky s ich parametrami ako
zosilnenie, sirka pasma, maximalny pripustny sum a nelinearne
zkreslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronickych obvodov
zadanych svojim podriadenym "Design Engineer" (senior & junior) a
tiez dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim
protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim
elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova
vyroba). Porovnaj so schvdlenym Funding gapom bunka B70
navysené o prislusnu inflaénu dolozku v hérku Inflation

Technical Lead - Design Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

12

8474,31

101691,71

Navrhuje elektronické obvody a schémy na Urovni celého systému
podla 3pecifikécie zékaznika/projektu, simuluje elektronické obvody
a schémy na urovni blokov ale i celého systému (napr A/D
prevodnika), specifikuje jednotlive bloky s ich parametrami ako
zosilnenie, sirka pasma, maximalny pripustny sum a nelinearne
zkreslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronickych obvodov
zadanych svojim podriadenym "Design Engineer" (senior & junior) a
tiez dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim
protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim
elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova
vyroba). Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka B70
navysené o prislusnu inflaénd dolozku v hérku Inflation
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Technical Lead - Design Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

6588,38

65 883,84

Navrhuje elektronické obvody a schémy na trovni celeho systemu
podla specifikacie zakaznika/projektu, simuluje elektronicke obvody
a schemy na urovni blokov ale i celeho systemu (napr A/D
prevodnika), specifikuje jednotlive bloky s ich parametrami ako
zosilnenie, sirka pasma, maximalny pripustny sum a nelinearne
zkreslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronickych obvodov
zadanych svojim podriadenym "Design Engineer" (senior & junior) a
tiez dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim
protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim
elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova
vyroba). Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka B70
navysené o prislusnu inflaént dolozku v hérku Inflation

Technical Lead - Design Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

6779,45

81353,37

Navrhuje elektronické obvody a schémy na trovni celeho systemu
podla specifikacie zakaznika/projektu, simuluje elektronicke obvody
a schemy na urovni blokov ale i celeho systemu (napr A/D
prevodnika), specifikuje jednotlive bloky s ich parametrami ako
zosilnenie, sirka pasma, maximalny pripustny sum a nelinearne
zkreslenie, dozera (supervising) vyvoj elektronickych obvodov
zadanych svojim podriadenym "Design Engineer" (senior & junior) a
tiez dozera (supervision) spolupracu vyvoja layout masiek so svojim
protejskom "Technical Lead -Layout Engineer". Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim
elektronickeho chipu do produkcie (MPW prototyping alebo seriova
vyroba). Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka B70
navysené o prislusnu inflaénd dolozku v hérku Inflation

Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

4632,46

46 324,58

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referenéného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizécii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaéni dolozku v
harku Inflation

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

4766,80

57 201,59

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizécii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoved3 za spravnost a
funkénost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prisludnu inflaénu dolozku v
harku Inflation
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Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

10

4632,46

46 324,58

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referencného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania prddom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizécii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoved3 za spravnost a
funkénost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prisludnu inflaént dolozku v
harku Inflation

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

12

4766,80

57 201,59

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referenéného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaént dolozku v
harku Inflation

Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych &innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

10

4632,46

46 324,58

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referenéného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaént dolozku v
harku Inflation

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

4766,80

57 201,59

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referentného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaént dolozku v
harku Inflation

Layout Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

10

347434

34 743,43

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiova¢, komparator, RC-filter, zdroj
referenéného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napéjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikélneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation
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Layout Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

3575,10

42901,19

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiova¢, komparator, RC-filter, zdroj
referenéného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napéjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikélneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Layout Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych &innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

10

347434

34743,43

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiovac, komparator, RC-filter, zdroj
referenéného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napéjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikélneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Layout Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

3575,10

42901,19

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiova¢, komparator, RC-filter, zdroj
referenéného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napéjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikélneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Layout Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

347434

31269,09

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiova¢, komparator, RC-filter, zdroj
referen¢ného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napédjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikdlneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Layout Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

3575,10

42901,19

Navrhuje fyzikylne masky pre elektronické obvody a schémy
jednotlivych blokov (zosilfiova¢, komparator, RC-filter, zdroj
referenéného napatia, zdroj hodinového taktu: clock, zdroj
napéjania prudom: current biasing) a nasledne overuje ich spravnu
realizaciu pomocou testov: DRC a LVS. Generuje parazitné R,L,C
elementy pomocou CAD softwaru a spolupracuje tzko na ich
minimalizacii. Zodpoveda za spravnost fyzikélneho designu
jednotlivych blokov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B73 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation

2) Freelancers

Personal, ktory sa neplédnuje zamestnat na trvaly pracovny pomer
napriklad z dévodu nedostatku kvalifikovanych pracovnikov alebo
kratenia projektového rozpoétu v pociatoénej faze

IPCEI Coordinator (2023)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych &innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

5142,50

10 285,00

Zodpoveda za koordinaciu komunikdcie, reportingu a vykaznictva
medzi MH a firmou Continium a zabezpecenie vSetkych néleZitosti.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B76 navysené o
prislusnd inflaénu dolozku v harku Inflation

IPCEI Coordinator (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

12

5661,89

67942,71

Zodpoveda za koordinaciu komunikdcie, reportingu a vykaznictva
medzi MH a firmou Continium a zabezpeéenie vietkych ndleZitosti.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B76 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
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e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku

Zodpoveda za koordinaciu komunikdcie, reportingu a vykaznictva
medzi MH a firmou Continium a zabezpeéenie vietkych ndleZitosti.

IPCEI Coordinator (2025) vysktjrnno — V‘?\{?jOVO - ir]ov.aén\]ch (:irmostvi., Yré(ane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 12 5 826,09 69 913,05 Porovnaj so schvélenym Funding gapom bunka B76 navydené o
ktoré sa vztahujd na prvé priemyselné vyuzitie e e ey . . .
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku Zodpovedny za interné U¢tovnictvo, reporting a manazment
Management Accountant (2024) vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 12 10 294,35 123 532,20|finanénych ukazovatelov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie bunka B77 navy3ené o prisludnu inflaénu dolozku v harku Inflation
e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku Zodpovedny za interné U¢tovnictvo, reporting a manazment
Management Accountant (2025) vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 12 10592,89 127 114,63 |finanénych ukazovatelov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie bunka B77 navy3ené o prisludnu inflaénu dolozku v harku Inflation
Zod| dny za finanéné pla ie, tvorbu fi j stratégi
e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku odpovecny za |nar1cne P ?novanle VOI,' u |rem'neJ§ e egle. 2
. . . . Lo . U, Co. . . L . T . tvorbu odberatelskych kandlov. Porovnaj so schvalenym Funding
Financial Accountant/Biz. Dev (2023) vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 2 23 375,00 46 750,00 e, ey . M .
. o L . v gapom bunka B78 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku
ktoré sa vztahujd na prvé priemyselné vyuzitie .
Inflation
. . " . N [ . PR N Zodpovedny za finan¢né planovanie, tvorbu firemnej stratégie a
e) personalne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nékladov), ktoré vznikli priamo v désledku tvorbu odberatelskych kanslov. P . hvalenym Fundi
vorbu odberatelskych kandlov. Porovnaj so schvalenym Fundin;
Financial Accountant/Biz. Dev (2024) vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 12 25735,88 308 830,50 ¥ e, L, J e y . e
. o L . v gapom bunka B78 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku
ktoré sa vztahujd na prvé priemyselné vyuzitie .
Inflation
. - . . . [ . . L N Zodpovedny za finanéné planovanie, tvorbu firemnej stratégie a
e) personalne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku tvorbu odberatelskych kanslov. P . hvalenym Fundi
vorbu odberatelskych kandlov. Porovnaj so schvalenym Fundin;
Financial Accountant/Biz. Dev (2025) vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 12 26 482,22 317 786,58 ¥ e, L J e y . e
. o L . v gapom bunka B78 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku
ktoré sa vztahujd na prvé priemyselné vyuzitie .
Inflation
Definuje parametre a architekttru navrhovaného &ipu (napr. A/D
prevodnika), robi navrh architektury systému v matematickych
programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre
(koeficienty spatnej vazby, Sirka pasma, sum), definuje pod-bloky a
definuje ich parametre (napr. zosilnenie, Sirka pasma, maximalny
sum a nelinedrnost, maximalna spotreba prudu) a overuje funkénost|
celého systému na abstraktnej Grovni pomocou behavioural
simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivym
névrhom elektronickych schém danych podblokov. Zodpoveda za
e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku néavrh elektronickych obvodov, schémy a ich layout (fyzikalny navrh
Technical Project Manager (2023) vyskumno — vyvojovo —inovaénych &innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti, person-month 1 14 025,00 14 025,00| masiek), zodpovedé za spravnost a funk&nost celého systému/¢ipu z

ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

hladiska simulacie fyzikdlnych parametrov (napr. v CAD software
pomocou SPICE simulétora) a tieZ za spravnost v navrhu layoutu
(napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkénost
celého systému aj s ich redlne generovanymi parazitnymi R,L,C
elementami, pred odovodzdanim ¢ipu do produkcie (MPW
prototyping alebo sériovd vyroba). Diskutuje navrh systému so
zakaznikmi alebo partnermi v EU projekte, zodpoveda za reporting
voti EU/Ministerstvu a pide vedecké publikcie pre konferencie a
odborné ¢asopisy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B69 navysené o prisludnt inflaénu dolozku v harku Inflation
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Technical Project Manager (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

15 441,53

185 298,30

Definuje parametre a architekttru navrhovaného &ipu (napr. A/D
prevodnika), robi navrh architektdry systému v matematickych
programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre
(koeficienty spatnej vazby, Sirka pdsma, sum), definuje pod-bloky a
definuje ich parametre (napr. zosilnenie, Sirka pasma, maximalny
sum a nelinedrnost, maximalna spotreba prudu) a overuje funkénost|
celého systému na abstraktnej irovni pomocou behavioural
simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivym
navrhom elektronickych schém danych podblokov. Zodpoveda za
névrh elektronickych obvodov, schémy a ich layout (fyzikalny navrh
masiek), zodpovedd za spravnost a funkénost celého systému/Eipu z
hladiska simuldcie fyzikdlnych parametrov (napr. v CAD software
pomocou SPICE simuldtora) a tieZ za spravnost v navrhu layoutu
(napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funkénost
celého systému aj s ich redlne generovanymi parazitnymi R,L,C
elementami, pred odovodzdanim &ipu do produkcie (MPW
prototyping alebo sériovd vyroba). Diskutuje navrh systému so
zakaznikmi alebo partnermi v EU projekte, zodpoveda za reporting
voti EU/Ministerstvu a pise vedecké publikcie pre konferencie a
odborné ¢asopisy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B69 navysené o prislusnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Technical Project Manager (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

15 889,33

190 671,95

Definuje parametre a architekttru navrhovaného &ipu (napr. A/D
prevodnika), robi navrh architektury systému v matematickych
programoch (Matlab, Python) a optimalizuje jeho parametre
(koeficienty spatnej vazby, Sirka pdsma, sum), definuje pod-bloky a
definuje ich parametre (napr. zosilnenie, Sirka pasma, maximalny
sum a nelinedrnost, maximalna spotreba prudu) a overuje funkénost|
celého systému na abstraktnej irovni pomocou behavioural
simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivym
navrhom elektronickych schém danych podblokov. Zodpoveda za
névrh elektronickych obvodov, schémy a ich layout (fyzikalny navrh
masiek), zodpovedd za spravnost a funkénost celého systému/Eipu z
hladiska simuldcie fyzikdlnych parametrov (napr. v CAD software
pomocou SPICE simuldtora) a tieZ za spravnost v navrhu layoutu
(napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS checks), za funk&nost
celého systému aj s ich redlne generovanymi parazitnymi R,L,C
elementami, pred odovodzdanim &ipu do produkcie (MPW
prototyping alebo sériovd vyroba). Diskutuje navrh systému so
zakaznikmi alebo partnermi v EU projekte, zodpoveda za reporting
voti EU/Ministerstvu a pise vedecké publikcie pre konferencie a
odborné &asopisy. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka
B69 navysené o prislusnt inflaénu dolozku v harku Inflation

Design Engineers (2023)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

9350,00

18 700,00

Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napatia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE
simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
nim navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti
obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B71 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation
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Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

10294,35

41177,40

Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napatia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE
simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
nim navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti
obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B71 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

10592,89

31778,66

Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napatia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE
simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
nim navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti
obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B71 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation

Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

12

10294,35

123 532,20

Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napatia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE
simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
nim navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti
obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B71 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

10592,89

127 114,63

Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napatia,
zdroje hodinoveho taktu: clock, zdroje napajania prudom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD software (SPICE
simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
nim navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti
obvodov po generovani R,L,C parazitnych elementov a tym
zodpoveda za spravnost a funkcnost svojho elektronickeho obvodu.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B71 navysené o
prislusnd infla¢nu dolozku v harku Inflation

Design Engineers (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

10

10294,35

102 943,50

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referen¢ného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaént dolozku v
harku Inflation
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Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Design Engineers (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

10592,89

127 114,63

Navrhuje elektronické obvody a schémy jednotlivych blokov
(zosilnovace, komparatori, RC-filtre, zdroje referentného napatia,
zdroje hodinového taktu: clock, zdroje napajania pradom: current
biasing) a nasledne simuluje ich fyzikalne vlastnosti (zosilnenie,
linearita, Sum, spotreba pridu) pomocou CAD software (SPICE
simuldtor) a interaktivne zlep3uje tieto elektronické obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre
navrhnuté obvody/bloky a overuje zmeny vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a zodpoveda za spravnost a
funké&nost svojho elektronického obvodu. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B71 navy3ené o prislusnu inflaént dolozku v
harku Inflation

Technical Lead - Layout Engineer (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovacnych ¢innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuZitie

person-month

11323,79

135 885,42

Navrhuje fyzikdlne masky (physical layout design) pre elektronické
obvody a schemy dodane navrharmi (Design engineers) na urovni
jednotlivych blokov (operacne zosilnovace, komparatori, filtre) ale i
celeho chipoveho systemu v spolupraci s Technical Lead - Design
Engineer. Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a
LVS, a za generovanie parazitnych R,L,C elementov pomocou CAD
software. Zodpoveda za definovanie poziadaviek na instalaciu CAD
software a PDK (process development kits) pre navrh layoutu, ako i
spravne planovanie persondlnych zdrojov a tiez dozera spolupracu
vyvoja navrhom elektronickych obvodov so svojim protejskom
"Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za spravnost a
funkcnost celeho systemu pred odovzdanim elektronickeho chipu
do produkcie (MPW prototyping alebo seriova vyroba) zo strany
fyzikalnych masiek a ich generovania parazitnych R,L,C elementov.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B72 navysené o
prislusnd inflaénd dolozku v harku Inflation

Technical Lead - Layout Engineer (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

11652,17

139 826,10

Navrhuje fyzikdlne masky (physical layout design) pre elektronické
obvody a schemy dodane navrharmi (Design engineers) na urovni
jednotlivych blokov (operacne zosilnovace, komparatori, filtre) ale i
celeho chipoveho systemu v spolupraci s Technical Lead - Design
Engineer. Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a
LVS, a za generovanie parazitnych R,L,C elementov pomocou CAD
software. Zodpoveda za definovanie poziadaviek na instalaciu CAD
software a PDK (process development kits) pre navrh layoutu, ako i
spravne planovanie persondlnych zdrojov a tiez dozera spolupracu
vyvoja navrhom elektronickych obvodov so svojim protejskom
"Technical Lead -Design Engineer". Zodpoveda za spravnost a
funkcnost celeho systemu pred odovzdanim elektronickeho chipu
do produkcie (MPW prototyping alebo seriova vyroba) zo strany
fyzikalnych masiek a ich generovania parazitnych R,L,C elementov.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B72 navysené o
prislusnd inflaénu dolozku v harku Inflation

Public Procurement Specialist (2023)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

5610,00

11 220,00

Zodpovedny za vykonavanie procesov spojenych s verejnym
obstardvanim. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B75
navy$ené o prislusnu inflaénu dolozku v harku Inflation

Public Procurement Specialist (2024)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

6176,61

74 119,32

Zodpovedny za vykonavanie procesov spojenych s verejnym
obstardvanim. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B75
navy$ené o prislusnu inflaénu dolozku v harku Inflation

Public Procurement Specialist (2025)

e) persondlne a administrativne vydavky (vratane reZijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno — vyvojovo —inovaénych €innosti, vratane tych vyskumno — vyvojovo — inovaénych ¢innosti,
ktoré sa vztahuju na prvé priemyselné vyuzitie

person-month

12

6355,73

76 268,78

Zodpovedny za vykonavanie procesov spojenych s verejnym
obstardvanim. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B75

navys$ené o prislunu infla¢nu dolozku v hérku Inflation

Spolu oprdvnené vydavky projektu

6 455 672,90
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